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本发明为化学镀低饧青铜镀液，其特点是：

镀液工作温度为20℃以上，镀液长期稳定，调整

容易，镀液工作时无气体产生。本发明镀液镀出

的镀层呈淡黄色，光亮细致，孔隙率极低，是一种

理想的装饰镀底层。
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1.一种低温化学镀低钖青铜镀液，其特征在于工作温度为20℃以上，由铜、钖主盐、络

合剂、稳定剂、H2SO4和少许HF光亮剂组成。

2.根据权利要求1所述的化学镀低钖青铜镀液其特点在于由主盐是CuSO4·5H2O、

SnSO4·2H2O、络合剂的H3C6H5O7·2H2O，稳定剂为CH3COONa·3H2O、H2SO4和少许HF、光亮剂组

成。

3.根据权利要求2所述的化学镀低钖青铜镀液，其配方(以配10升为例)：

。

4.根据权利要求3所述的一种化学镀低钖青铜镀液其形成低钖青铜的原理：钢铁件浸

入含铜、钖的酸性镀液中。初始阶段钢铁工件表面形成一层铜、钖接触层，即Cu、Sn合金层。

还原镀液中Cu+、Cu2+，随之Sn自身也沉积。铜主要靠自行催化的特

性加厚镀层，由于镀液中含钖盐少，沉积的Sn也少，形成了含Cu多，含Sn少的低钖青铜层。
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一种低温化学镀低钖青铜镀液

[0001] 说明书

[0002] “一种低温化学镀低钖青铜镀液”，本发明属化学镀技术领域。

[0003] 本发明化学镀低钖青铜镀液既是化学镀铜钖合金镀液。

[0004] 本发明化学镀低钖青铜镀液其特点是：镀液工作温度为  20℃以上，镀液长期稳

定，调整容易，镀液工作时无气体产生。本发明镀液镀出的镀层呈淡黄色，光亮细致，孔隙率

极低，是一种理想的装饰镀底层。

[0005] 本发明是由主盐、络合剂、稳定剂和少许HF和H2SO4组成。

[0006] 本发明主盐是CuSO4·5H2O、SnSO4·2H2O、络合剂的  H3C6H5O7·2H2O，稳定剂为

CH3COONa·3H2O、H2SO4和少许HF、光亮剂组成。

[0007] 化学镀铜钖合金镀液形成镀层时：

[0008] 铜离子歧化反应：2Cu+-→Cu2++Cu0表面镀出一个Cu0就会产生两个一价铜离子，一

价铜离子易和氧相结合生成Cu2O  (即谓之铜粉)，其反应式：

[0009]

[0010] 降低或消除一价铜离子产生采取下列措施：

[0011] 1、镀液加大H2SO4的含量：2Cu++1/2O2+2H+-→  2Cu2++H2O。

[0012] 2、镀液中增加铜盐络合剂H3C6H5O7·2H2O的含量。

[0013] 3、曝气搅动镀液：在足够量H2SO4下，2Cu+氧化成二价铜离子。

[0014] 4、加SnSO4·2H2O(镀低钖青铜需要的主盐)

[0015] 反应中的Sn4-还原Cu+和Cu2+。

[0016] 形成低钖青铜原理：钢件浸入含铜钖的酸性镀液中，初始阶段钢铁工件表面形成

一层铜、钖接触层，即Cu、Sn合金属。

[0017] 还原镀液中Cu+、Cu2+，随之Sn自身也沉积。铜主要靠自行

催化的特性加厚镀层，由于镀液中含钖盐少，沉积的Sn也少，形成了含Cu多，含Sn少的低钖

青铜层。

[0018] 化学镀低钖青铜镀液配比(以配10升为例)：

说　明　书 1/2 页

3

CN 111663127 A

3



[0019]

[0020] 少许光亮剂。
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